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Abstract (en)
The fine structure arrangement includes inlet port (2) and discharge port (4) between which a transitional zone (3) for conveying fluid, is formed. A
region (6) at which the capillary force is maximum, is formed at the transitional zone, such that the fluid meniscus is produced, which moves based
on capillary force, in the transitional zone. Independent claims are also included for the following: (1) fine structure apparatus; and (2) fluid ejection
method.

Abstract (de)
Die vorliegende Erfindung betrifft mikrostrukturierte Anordnung zur blasenfreien Befiillung zumindest eines Systems zur Ableitung von Flssigkeiten
(flussigkeitsabfuihrenden Systems, 5) mit einer Flussigkeit. Die Anordnung weist einen Einlass (2) flr eine Verbindung der Anordnung mit einem
System zur Zufuhr von Flissigkeiten (flissigkeitszufiihrendes System, 9) und zumindest einen Auslass (4) flr eine Verbindung der Anordnung
mit dem zumindest einem fliissigkeitsabfiihrenden System (5) auf. Die Anordnung weist einen Ubergangsbereich (3) auf, durch welchen die
Flssigkeit von dem Einlass (2) zu dem zumindest einen Auslass (4) transportierbar ist. An einem Anfang des Ubergangsbereichs (3) ist ein erstes
Mikrostrukturelement zur Erzeugung einer Stelle (6) mit erhdhter Kapillarkraft vorgesehen, um eine lickenlose Benetzung der diese Stelle mit
erhohter Kapillarkraft begrenzenden Flachen insbesondere von Seitenwanden, einer Decke und/oder eines Bodens zu erreichen.
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